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(57) Abstract: The invention relates to an electro-optical transmission module comprising an electro-optical emission and/or recep- 
tion device (2) for emitting and/or receiving optical signals; a control device (3) which is electrically connected to the emission and/or 
reception device and is used to electrically control the same; and a printed circuit board (4) which is electrically connected to the 
control device and provides an electrical connection between the transmission module and a printed circuit board e.g. of a computer. 
According to the invention, a plug-in connection element (6) is provided. Said plug-in connection element is electrically connected to 
the printed circuit board (4) of the transmission module (1), and can be connected in a plug-in manner to another plug-in connection 
element arranged on a printed circuit board e.g. of a computer, creating electrical contact between the transmission module (1) and 
the printed circuit board e.g. of a computer. 

[Fortsetzung auf der n&chsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektrooptisches Obertragungsmodul mit einer elektrooptischen Sende- 
und/oder Empfangseinrichtung (2) zum Senden und/oder Empfangen von optischen Signalen, einer mit der Sende- und/oder 
Empfangseinrichtung (2) elektrisch verbundenen Ansteuereinrichtung (3) zur elektrischen Ansteuerung der Sende- und/oder Emp- 
fangseinrichtung, und einer mit der Ansteuereinrichtung elektrisch verbundenen Leiterplatte (4), die eine elektrische Verbindung 
zwischen dem t)bertragungsmodul und einer Schaltungsplatine z.B. eines Computerboards bereitstellt. ErfindungsgemaB ist ein 
Steckverbindungsteil (6) vorgesehen, das elektrisch mit der Leiterplatte (4) des Ubertragungsmoduls (1) verbunden ist, wobei das 
Steckverbindungsteil (6) mit einem weiteren, auf einer Schaltungsplatine angeordneten Steckverbindungsteil unter Herstellung 
clcktrischcr Kontakte zwischen dem ttbertragungsmodul (1) und der Schaltungsplatine steckbar verbindbar ist. 



WO 03/054608 Al 1 1IEII lllllll! II llllil llill llil 1 II 111 llll! Illll lllll lllll Hill 1111 Illllll [III lill llll 



GH, GM, MR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, 
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MX, MN, 
MW, MX, MZ, NO, NZ,_PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, 
SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, 
YU, ZA, ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM), europaisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, 
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), 



OAPI-Patent (BP, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, 
ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Verflffentlicht: 

— mit Internationale m Recherche nbericht 

Zur ErkJtirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 
Abkiirzungen wird auf die Erkiarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektrooptisches Obertragungsmodul mit einer elektrooptischen Sende- 
und/oder Empfangseinrichtung (2) zum Senden und/oder Empfangen von optischen Signalen, einer mit der Sende- und/oder 
Empfangseinrichtung (2) elektrisch verbundenen Ansteuereinrichtung (3) zur elektrischen Ansteuerung der Sende- und/oder Emp- 
fangseinrichtung, und einer mit der Ansteuereinrichtung elektrisch verbundenen Leiterplatte (4), die eine elektrische Verbindung 
zwischen dem Ubertragungsmodul und einer Schaltungsplatine z.B. eines Computerboards bereitstellt. ErfindungsgemaB ist ein 
Steckverbindungsteil (6) vorgesehen, das elektrisch mit der Leiterplatte (4) des Ubertragungsmoduls (1) verbunden ist, wobei das 
Steckverbindungsteil (6) mit einem weiteren, auf einer Schaltungsplatine angeordneten Steckverbindungsteil unter Herstellung 
elektrischer Kontakte zwischen dem tTbertragungsmodul (1) und der Schaltungsplatine steckbar verbindbar ist. 
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Ein weiterer Nachteil der bekannten Losung besteht darin, 
dass der Ausfall eines einzigen Obertragungsmoduls den Ausbau 
einer groftf lachigen Karte bzw. Schaltungsplatine erfordert, 
was zu erheblichen weiteren Kosten f uhrt . 

5 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
elektrooptisches Ubertragungsmodul und eine Anordnung eines 
elektrooptischen Obertragungsmoduls auf einer 
Schaltungsplatine zur Verfugung zu stellen, die eine 
10 vereinfachte Montage des Obertragungsmoduls auf der 
Schaltungsplatine ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaft durch ein elektrooptisches 
Obertragungsmodul mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine 
15 Anordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 12 gelost- 

Bevorzugte und vorteilhafte Ausges taltungen der Erfindung 
sind in den Unteranspriichen angegeben. 

Danach zeichnet sich die erf indungsgemaBe Lbsung durch ein 
Steckverbindungsteil aus, das elektrisch mit der Leiterplatte 
des Obertragungsmoduls verbunden ist, wobei das 
Steckverbindungsteil mit einem zugeordneten weiteren f auf 
einer Schaltungsplatine angeordneten Steckverbindungsteil 
unter Herstellung elektrischer Kontakte zwischen der 
Leiterplatte und der Schaltungsplatine steckbar verbindbar 
ist. Bei dem verwendeten Stecker handelt es sich bevorzugt urn 
einen BGA-Stecker (Ball-Grid-Array Stecker) . 

Der eine Teil der Steckerverbindung (mannlich oder weiblich) 
wird werksmaftig auf die Leiterplatte des Obertragungsmoduls 
gelotet. Der andere Teil der Steckerverbindung (weiblich oder 
mannlich) kann vom Comuterboard-Hersteller beispielsweise in 
einem Ref low-Prozess auf die Schaltungsplatine 
(Computerboard) gelotet werden. Eine elektrische Verbindung 
zwischen dem Obertragungsmodul und der Schaltungsplatine wird 
dann durch einfaches Stecken der Steckverbindungsteile 
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hergestellt. -Ein gesonderter, manueller Lotprozess ist nicht 
mehr erf orderlich. 

Die erf indungsgemafie Losung zeichnet sich auch dadurch aus, 
5 dass durch Bereitstellung einer Steckverbindung zwischen dem 
Obertragungsmodul und der Schaltungsplatine eine reversible 
Verbindung bereitgestellt wird, so dass bei Ausfall eines 
Obertragungsmodules dieses unproblematisch und ohne eine 
individuelle Bearbeitung der Schaltungsplatine ausgetauscht 
10 werden kann. 



Es werden durch die Erfindung somit eine Kompatibilitat mit 
Standard-Bestiickungsprozessen und eine leichte 
Auswechselbarkeit des installierten Moduls bereitgestellt. 

15 

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass die signalf uhrenden Kanale nur auf die 
aufteren Kontaktpads der Leiterplatte des Obertragungsmoduls 
gelegt werden. Die Kontaktpads der Leiterplatte sind dabei 

20 bevorzugt matrixf ormig angeordnet und es werden die 

signalf uhrenden Kanale dementsprechend nur auf die aufteren, 
am Rand der Matrix liegenden Kontaktpads der Leiterplatte 
gelegt. Die elektrische Verbindung zwischen der 
Ansteuereinheit und den aufteren Kontaktpads der Leiterplatte 

25 erfolgt hinsichtlich der signalf uhrenden Kanale bevorzugt in 
einer Signallage und kreuzungsf rei . Dabei kann vorgesehen 
sein, dass die elektrischen Verbindungen zumindest teilweise 
bogen- oder spiralformig von auflen an die aufteren, 
signalf uhrenden Kontaktpads der Leiterplatte herangefiihrt 

30 werden. Dies ermoglicht die Belegung lediglich der aufteren 
Kontaktpads mit signalf uhrenden Kanalen bei Verwendung nur 
einer Signallage . 

Diese Ausgestaltung der Erfindung ist aus 
35 hochf requenztechnischer Sicht vorteilhaft. Zum einen werden 
alle „heifoen", d.h. signalf uhrenden Kanale in einer 
Signallage, d.h. Ebene der Leiterplatte gefuhrt, so dass auf 
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Fig. 1 - eine perspektivische Ansicht eines 

elektrooptischen Obertragungsmoduls mit BGA- 
Stecker ; 

Fig. 2 - eines perspektivische Ansicht einer 

Schaltungsplatine mit BGA-Steckerauf nahme; 

Fig. 3 - eine perspektivische Ansicht eines 
10 elektrooptischen Obertragungsmoduls gemafr Figur 1 

auf einer einer Schaltungsplatine gemaft Figur 2; 

Fig. 4 - eine Seitenansicht der Anordnung der Figur 3; 

15 Fig. 5 - eine Darstellung der technischen Hauptkomponenten 
des Obertragungsmoduls sowie deren Verdrahtung; 

Fig. 6a - eine Draufsicht auf das Obertragungsmodul der 
Figur 1; 

20 

Fig. 6b - eine Seitenansicht des Obertragungsmoduls der 
Figur 1 und 

Fig. 6c - eine Vorderansicht des Obertragungsmoduls der 
25 Figur 1. 



In Figur 1 ist ein elektrooptisches Obertragungsmodul 1 
dargestellt, das auf einer Schaltungsplatine montierbar ist. 

30 Das Obertragungsmodul 1 verfugt gemaft Figur 5 uber eine 

elektrooptische Sende- oder Empf angseinrichtung in Form eines 
oberf lachenaktiven Wandlerbauelementes 2, bei dem es sich 
beispielsweise urn eine oder mehrere vertikalemittierende 
Laser (VCSEL) und/oder urn Laserdioden handeln kann. 

35 Beispielsweise ist zur Paralleliibertragung von optischen 

Signalen auf zwolf parallelen optischen Lichtwellenleitern, 
die uber einen optischen Stecker an das Modul 1 angekoppelt 
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werden, ein VCSEL-Array mit zwolf emitt ierenden Lasern oder 
ein Dioden-Array mit zwolf Photodioden vorgesehen. 

Mit dem Wandler-Bauelement 2 steht gemaft Figur 5 ein 
5 Signalverarbeitungs-IC 3 als elektronische 

Ansteuereinrichtung zum Ansteuern des Wandlerbauelementes 2 
in elektrischer Verbindung. Der Signalverarbeitungs-IC 3 ist 
elektrisch mit einer Leiterplatte 4 verbunden, die eine 
elektrische Verbindung zwischen dem Obertragungsmodul 1 und 

10 der Schaltungsplatine etwa eines Computerboards bereitstellt . 
Uber die Leiterplatte 4 bzw. deren Kontaktpads 41 lassen sich 
elektrische Signale vom Signalverarbeitungs-IC 3 zu einer 
Schaltungsplatine eines Computers und umgekehrt ubertragen, 
so dass es moglich ist, das Obertragungsmodul 1 elektrisch 

15 uber die Schaltungsplatine des Computers anzusteuern. Auf die 
konkrete Verschaltung zwischen dem Signalverarbeitungs-IC 3 
und der Leiterplatte 4 wird weiter unten eingegangen werden. 

Das Obertragungsmodul 1 besitzt gemaft Figur 1 neben den 
20 vorgenannten Komponenten einen auch als Gehause dienenenden 
Kuhlkorper 7, der die Ruckseiten der Leiterplatte 4, des 
Wandlerbauelements 2 und des Signalverarbeitungs-ICs 3 klihlt. 
Der KQhlkorper 7 weist vier Montagebeine 71, 72, 73, 74 auf, 
die jeweils ein Schraubgewinde 75 besitzen, so dass das Modul 
25 1 uber eine Schraubverbindung fest auf einer 

Schaltungsplatine mechanisch fixierbar ist. Es kann dabei 
vorgesehen sein, dass der Kuhlkorper 7 gleichzeitig als 
Abschirmelement gegentiber elektromagnetischer ■ Storstrahlung 
ausgebildet ist. 

30 

Ein Ankopplungsbereich 5 des Obertragungsmoduls 1 dient in an 
sich bekannter Weise der Aufnahme eines optischen Steckers, 
der eine oder mehrere Lichtwellenleiter enthalt. 

35 Das Obertragungsmodul weist des weiteren einen BGA-Stecker 6 
mit einer Vielzahl von Kontaktstif ten 61 auf, die 
matrixformig angeordnet sind. Der BGA-Stecker ist mit der in 
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Figur 5 dargestellten Leiterplatte 4 verlotet und auf deren 
Oberseite aufgesetzt. Die einzelnen, matrixf ormig 
angeordneten Kontaktpads der Leiterplatte 4 sind dabei 
jeweils in elekrischem Kontakt mit einem zugehorigen 
5 Kontakstift 61 des BGA-Steckers 6. 

Fig. 2 zeigt eine Schaltungsplatine 100, auf der ein 
Obertragungsmodul 1 gemaB Figur 1 montierbar ist. Hierzu sind 
in der Schaltungsplatine 100 Bohrungen 101 zur Kooperation 
10 mit den Montagebeinen 71-74 des Obertragungsmoduls 1 

vorgesehen. Bei der Schaltungsplatine 100 handelt es sich 
insbesondere urn ein Printed Circuit Board (PCB) eines 
Computers . 

15 Auf die Schaltungsplatine 100 ist eine mit dem BGA-Stecker 6 
des Obertragungsmoduls 1 kooperierende Steckerauf nahme 
110 mit Kontaktaufnahmeelementen 111 aufgelotet. Die 
einzelnen Kontakteauf nahmeelemente 111 sind dabei mit 
entsprechenden Kontaktpads (nicht gesondert dargestellt) der 

20 Schaltungsplatine 100 verlotet. Die BGA-Steckerauf nahme 110 
stellt das zugehorige andere Teil des BGA-Steckers 6 dar. 
Beide zusammen bilder die beiden Steckverbindungsteile einer 
BGA-Steckverbindung. BGA-Stecker und BGA-Steckerauf nahme sind 
kommerziell erhaltlich und werden beispielsweise von der 

25 Firma FCI, Tour Framatome, 1 Place de las Coupole, FR-92400 
Courbevoir, als Meg-Array Plug unter der Artikel-Bezeichnung 
84513-101 und 84512-102 vertrieben. 

Eine elektrische Verbindung zwischen dem Obertragungsmodul 1 
30 und der Schaltungsplatine 100 erfolgt durch einfaches 

Ineinanderstecken der einzelnen BGA-Steckverbindungsteile 6, 
110, wobei die Kontaktstif te 61 des BGA-Steckers 6 jeweils in 
elektrischen Kontakt mit einem Kontaktauf nahmeelement 111 der 
BGA-Steckeraufnahme 111 treten. Selbstverstandlich konnten 
35 ebenso die Steckerauf nahme auf dem Obertragungsmodul 1 und 
der Stecker auf der Leiterplatte 100 montiert sein. 
Da das Steckerverbindungsteil 110 bereits vor der Montage des 
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Ubertragungsmoduls 1 auf der Schaltungsplatine 
100 angeordnet wird, kann dies im Rahmen eines Standard- 
Bestuckungsprozesses, insbesondere in einem Ref low-Prozess in 
einfacher Weise erfolgen. 

Figur 3 zeigt perspektivisch und Figur 4 in Seitenansicht das 
auf die Leiterplatte 100 aufgesetzte Obertragungsmodul 1, 
wobei der BGA-Stecker 6 des Ubertragungsmoduls in die 
Steckerauf nahme 110 auf der Leiterplatte 100 eingesteckt ist. 
Es ist nun moglich, uber die Steckverbindung 6, 110 den 
Signalverarbeitungs-IC 3 bzw. das Obertragungsmodul 1 
elektrisch uber die Schaltungsplatine 100 anzusteuern. 

In der Seitenansicht der Figur 4 sind Lotkugeln 42, 112 zu 
15 erkennen, uber die die Kontaktpads 41 der Leiterplatte 4 rait 
den Kontaktstif ten 61 des BGA-Steckers 6 bzw. Kontaktpads der 
Schaltungsplatine 100 mit den Kontaktauf nahmeelementen 111 
der BGA-Steckerauf nahme 110 leitend verbunden sind. 

20 Die Figuren 6a, 6b und 6c zeigen jeweils das 

Obertragungsmodul der Figur 1 in Draufsicht, Seitenansicht 
und Vorderansicht . In der Draufsicht der Figur 2 sind die 
einzelnen Kontaktstif te 61 des BGA-Steckers 6 gut zu 
erkennen. 

25 

Bei dem Obertragungsmodul 1 wird eine spezielle Verdrahtung 
fur die hochf requenten Signale vorgenommen, die in Figur 5 
dargestellt ist. Danach werden die heiften, d.h. 
signalf uhrenden Kanale auf die aufteren, am Rande angeordneten 

30 Kontaktpads 41 der matrixf ormigen angeordneten Kontaktpads 
der Leiterplatte 4 gefuhrt. Die Signalpfade werden dabei in 
einer Signallage von der Steuereinheit 3 zu den aufteren 
Kontaktpads 41 gefuhrt, ohne dass sich die Signalpfade 
kreuzen und ohne dass Durchkontakt ierungen fur die 

35 signalf uhrenden Signalpfade verwendet wurden. 

Zur Belegung der aufteren Kontaktpads 41 mit den 
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Patentanspriiche 

1. Elektrooptisches Obertragungsmodul mit 

- mindestens einer elektrooptischen Sende- und/oder 

5 Empf angseinrichtung (2) zum Senden und/oder Empfangen von 

optischen Signalen, 

- einer mit der Sende- und/oder Empf angseinrichtung (2) 
elektrisch verbundenen Ansteuereinrichtung (3) zur 
elektrischen Ansteuerung der Sende- und/oder 

10 Empfangseinrichtung, und 

- einer mit der Ansteuereinrichtung elektrisch verbundenen 
Leiterplatte (4), die eine elektrische Verbindung zwischen 
dem Obertragungsmodul und einer Schaltungsplatine z.B. 
eines Computerboards bereitstellt , 

15 

gekennzeichnet durch 

ein Steckverbindungsteil (6) , das elektrisch mit der 
Leiterplatte (4) des Obertragungsmoduls (1) verbunden ist, 
20 wobei das Steckverbindungsteil (6) mit einem weiteren, auf 
einer Schaltungsplatine (100) angeordneten 
Steckverbindungsteil (110) unter Herstellung elektrischer 
Kontakte zwischen dem Obertragungsmodul (1) und der 
Schaltungsplatine steckbar verbindbar ist. 

25 

2. Obertragungsmodul nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Steckverbindungsteil ein BGA- 
Stecker (6) einer BGA-Steckverbindung ist. 

30 3. Obertragungsmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

gekennzeichnet, dass das Steckverbindungsteil (6) auf 
die Leiterplatte (4) des Obertragungsmoduls (1) gelotet ist. 

4. Obertragungsmodul nach mindestens einem der Anspruche 1 
35 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das auf der 
Schaltungsplatine (100) angeordnete Steckverbindungsteil 
(110) auf dieses in einem Ref low-Prozess gelotet ist. 
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Patentanspruche 

1. Elektrooptisches Ubertragungsmodul mit 

- mindestens einer elektrooptischen Sende- und/oder 

5 Empfangseinrichtung (2) zum Senden und/oder Empfangen von 

optischen Signalen, 

- einer mit der Sende- und/oder Empfangseinrichtung (2) 
elektrisch verbundenen Ansteuereinrichtung (3) zur 
elektrischen Ansteuerung der Sende- und/oder 

10 Empfangseinrichtung, und 

- einer mit der Ansteuereinrichtung elektrisch verbundenen 
Leiterplatte (4), die eine elektrische Verbindung zwischen 
dem Ubertragungsmodul und einer Schaltungsplatine z.B. 
eines Computerboards bereitstellt , 

15 

gekennzeichnet durch 

ein Steckverbindungsteil (6) , das elektrisch mit der 
Leiterplatte (4) des Obertragungsmoduls (1) verbunden ist, 
20 wobei das Steckverbindungsteil (6) mit einem weiteren, auf 
einer Schaltungsplatine (100) angeordneten 
Steckverbindungsteil (110) unter Herstellung elektrischer 
Kontakte zwischen dem Ubertragungsmodul (1) und der 
Schaltungsplatine steckbar verbindbar ist. 

25 

2. Ubertragungsmodul nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Steckverbindungsteil ein BGA- 
Stecker (6) einer BGA-Steckverbindung ist, 

30 3. Ubertragungsmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

gekennzeichnet, dass das Steckverbindungsteil (6) auf 
die Leiterplatte (4) des Obertragungsmoduls (1) gelotet ist. 

4. Ubertragungsmodul nach mindestens einem der Anspruche 1 
35 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das auf der 
Schaltungsplatine (100) angeordnete Steckverbindungsteil 
(110) auf dieses in einem Ref low-Prozess gelotet ist. 
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. teilweise bogenformig oder spiralf ormig von aufien an die. _ 
aufleren, signalf iihrenden Kontaktpads (41) herangefuhrt 
werden. 

5 11. Ubertragungsmodul nach raindestens einem der Anspruche 6 
bis 10, dadurch gekennzeichnet , dass 
einzelne Sende- und/oder Empf angselernente (21) jeweils durch 
dif ferentielle Signale angesteuert werden und zwei 
entsprechende, signalf uhrende Kanale jeweils nebeneinander 
10 auf auflere Kontaktpads (41) der Leiterplatte (4) gelegt sind. 

12. Anordnung eines elektrooptischen Ubertragungsmoduls 
gemafi Anspruch 1 auf einer Schaltungsplatine, insbesondere 
einem Computerboard, 

15 

gekennzeichnet durch 

eine zweiteilige, elektrisch leitende Steckverbindung, wobei 
das eine Steckverbindungsteil (6) mit dem Ubertragungsmodul 
20 (1) und das andere Steckverbindungsteil (110) mit der 
Schaltungsplatine (100) verbunden ist. 
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25 BGA-Steckverbinder ist. 
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30 Obertragungsmoduls (1) gelotet ist. 

15. Verbindungsanordnung nach mindestens einem der Anspruche 
12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das andere 
Steckverbindungsteil (110) in einem Ref low-Prozess auf die 

35 Schaltungsplatine (100) gelotet ist. 
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